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Kortets 1dsida.
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MD09 OVERSIKT

MD09 4r en flexibel enkortsdator uppbyggd kring MOTOROLAS mikroprocessor MC6809. 1 grundver-
sionen ingar 8k byte RAM och 8k byte ROM med monitorprogramvara. Minnet kan enkelt byggas ut till
64k byte.

Nedan visas ett blockdiagram fr MDO09.
- s Gre;r::m'ét'
ey portar
diskeltenhet
HC6809
Minne Granss nitt
Parallell-
8k PROM h for
por tar )
8k RAM expansion

Blockdiagram dver MD09
MD09 4r bestyckad med ett antal periferikretsar med tillhdrande kontakter. Alla kretsama kommer frin

MC6800-familjen bortsett frin diskettkontrollern frin WESTERN DIGITAL. Via en 40-pinnars flatkabel-
kontakt dr kontroll-, adress- och databuss dtkomliga f6r expansionsidndamal.
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RESET

LAYOUT

Figuren nedan visar komponentplacering fr MDO09. P4 nedre halvan dterfinns minne, MOTOROLAS pro-
cessor MC6809 och dess periferikretsar. Overst till hoger finns disketkontrollern WD2797, och dess
drivkretsar, Overst till viinster Aterfinns buffertar och kontakt for den externa adress- och databussen.
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MINNESKARTA.

MD09:an 4r i grundversionen utrustad med 8k RAM och 8k EPROM. [/O-arean ir "memory mapped” i
EPROM:s nedre del. Detta ger fdljande minneskarta.

Adress
$0000-Sbfff  Empty
$c000-$dffi RAM
$¢000-3e0ff  [/O-arca
$¢100-$ffff PROM

DISPOSITION AV /O-AREA

In- och utmatning (I/O) &r "Memory Mappred” och sker via den 256 byte stora I/O-arean i adressutrymmet
$e000 - $e0ff som disponeras enligt fljande.

Adress Hardvara
$e000-Se01f 32 st fGrdefinerade adresser (in/utgdngar)
som nds via den exerna bussen (K7).

En separat selektsignal (I00) finns p4 pin 27.
Extemna register och buffertar krivs.

$e024-5e025 ACIA2

$e028-$e029  ACIA1 (Terminal/PC)

$e048-5e04b  PIAI

$e050-5¢053  PIA2

$e060 LATCH ftr diskettgriinssnitt

$e080-3e083 FDC

$e0e0-3e0e7 TIMER
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ANSLUTNINGAR / KONTAKTER.

Tabellen och figuren nedan visar MD09:s olika anslutningar och de f6ljande sidoma beskriver pinplacer-
ingen for varje kontakt.

Kontakt nr Typ
K1 PIA1 Parallellport 1
K2 PIA2 Parallellport 2
K3 TIMER  TIMER Styrsignaler
K4 ACIAL Serieport 1 (Terminal/PC)
K5 ACIA2 Serieport 2
K6 FDC Anslutning ftr diskettenhet
K7 BUS Extern adress, data och kontrollbus
RESET Se NOT1
SUPPLY POWER  Kraftftrstrjning
PRI FDC FDC/DMA
BUF Se sid 30
BUF SuPPLY

RESET
. Elg ©I'ID 89 T orr
TAG
© > T :[;L m ——"
H3 K/ “i
MD{9:ans anslutingar.

NOT1

Intill RESET-knappen finns tvA stift som 4r kopplat parallellt med RESET. Dessa andvinds di MDO9
monteras i chassi och man ¢nskar att koppla en extern RESET-knapp pA 1idans panel. Se figur ovan.
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Kontakt K1 och K2; PIAI och PIA2.
Kontakt K3; TIMER

Fyra parallella programmerbara in- och utportar #r tillgingliga dd MDO9 dr bestyckad med tva st PIA-

kretsar. Dessa fyra portar kan nds via tvA 26-pinnars kontakter som 4r lika konfigurerade. Det finns inga Anslutning f6r att styra TIMER-kretsens GATE- (GO0, G1 och G2) och CLOCK-ingingar (C0, C1 och C2).
"tranceivers” pd dessa anslutningar utan kontakterna K1 och K2:s pinnar #r direkt anslutna till respektive Utgingssignalerna OUTO, 1 och 2 (00, O1 och 02) finns ocks4 pA denna kontakt. Alla anslutningar 4r
PIA (MC6821). Drivkretsar anbefalles diir utgingar 6nskas. Se MOTOROLAs datablad for utforlig infor- direkt anslutna till TIMER-kretsen och dirfor inte buffrade. I normal mod bdr GATE], GATE2 och
mation om MC6821. \ GATES3 byglas till jord. Se MOTOROLAS datablad om MC6840 for utftrlig information.
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Pinplacering for kontakt K1 och K2 (PIA1 och PIA2) 40
Pin  Funktion | Pin  Funktion Pinnplacering for kontakt 3,
1 Gnd 2 Gnd
33 NC 4 NC
5 CAl § CA2 Pin  Funktion | Pin  Funktion
7 PAOD 8 PAl 1 OUT1 2 CLOCK1
9 PA2 10 PA3 3 GATE1l 4 Gnd
11 PA4 12 PAS 5 oOouT2 6 CLOCK2
13 PA6 14 PA7 7 GATE2 8 Gnd
15 PBO 16 PBI 9 ouTm3 10 CLOCK3
17 PB2 18 PB3 4 11 GATE3 12 Gnd
19 PB4 20 PBS 13 +5V 14 +5V
21 PB6 22 PB7
23 CB1 24 CB2
25 +5V 26 +5V :
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Kontakt K4; ACIAL

Terminalanslutning eller anslutning ftr persondator med microlf:s programmvara.

Kontakityp niopolig D-sub hona.
Snit: RS232C.

Se MOTOROLAS datablad om MC6850 f0r utftrlig information.

131

Pinplacering for kontakt 4 (ACIAL).

Pin Funktion
2 Receive data
3 Transmitt data
5 Gnd

Se APPENDIX  fior kablage.
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Kontakt K5; ACIA2.

Seriell anslutning for t ex viirddator eller seriell printer.

Kontakityp niopolig D-sub hane.
Snitt: R§232C.

Se MOTOROLAS datablad om MC6850 fisr utfrlig information.
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Kontakt K6; Snitt for diskettenhet
Kontakt K7; Buss.
Anslutning for 3 eller 5 tums diskettenhet
Kontakttyp: 34-polig flatkabeldon. Anslutning for extern kontroll- adress- och databuss.
Snitt: Standard diskettenhet Kontakityp: 40-pinnars flatkabeldon.
Se tillverkarens datablad for utférlig information. ) Snit: Specad nedan.
Alla signaler har TTL-niv4 pd den externa bussen.
1
: Pinl Pind Pn 4o
Picl \ i |
e Pin2 Lin34 @- Xak 2 | m
/ | % ]
i)
(L) /J
: ~0 ~{ff)
'mﬂﬁ o Dl w©ir [J c1e -D
3
1c23 (] ﬁ 1cee ] q 5 ]
0 1c1e g €14 c1s
= ™ 8 3
g
Pinplacering fr kontakt K7.
Pin  Funktion IN/JOUT Aktiv | Pin Funktion IN/OUT Aktiv
Pinplacering for kontakt K6. 1 GND 2 RWIN in L
i A0 out H 4 Al out H
5 A2 out H 6 A3 out H
Pin  Funktion | Pin Funktion 7 A4 out H 8 AS out H
1 Gnd 2 Head load 9 A6 out H 10 A7 out H
3 Gnd 4 NC 11 A8 out H 12 A9 out H
5 Gnd 6 Driveseld 13 Al0 out H 14 All out H
7 Gnd 8  Index 15  A12 out H 16 Al3 out H
9 Gnd 10 Drivesel 1 17 Al4 out H 18 AlS out H
11 Gnd 12 Drive sel 2 19 DO in/out H 20 DI in/out H
13 Gnd 14  Drive sel 3 21 D2 infout H 2 D3 infout H
15 Gnd 16  Motor ON 23 D4 infout H 24 DS infout H
17 Gnd 18  Dir. sel. 25 D6 infout H 26 D7 infout H
19 Gnd 20  Step 27 100 out L 28 BA out H
21 Gnd 22 Write data 29 BS out H 30 RWE out L
23 Gnd 24 Write gate 1 31  RESET ow L 32 HALT in L
25 Gnd 26  Track 0 33 FRQ in L 4 RQ in L
27 Gnd 28 Wrile protect 35 NMI in L 36 BREQ  in L
29  Gnd 30  Read data 37 EIO in L 8 Q out H
31  Gnd 32 Sidesel l 39 E out H 40 +5V
33 Gnd 34 Ready

Det finns dven en extra anslutning markerad BUF (signalema DIRIN, DMAVMA och 3SIN) som
mdjliggdr extern styming av riktning och “tristate-nivd” pa bufferterna. De 4r kopplade for normal drift.
Se sid 16.
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Kontakt SUPPLY Kontakt PR1, FDC/DMA anslutning

Denna anslutning dr for kraftftirstrjning. Pinne 1 4r nirmast diskettkontrollern. Se figur nedan. Deans !(oma.kl e m‘ fromtida brok: i onrentery DMA-sonmliee M L nncf!as. b ““"‘T“’“ MA-
tverftiring mellan diskettenheten och minnet méste en uppgradering enligt sid 29 utftras. Figuren och
tabellen nedan visar layout och pinplacering av PR1.
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Pinnplacering fsr SUPPLY
Kontalt PR1
Pin  Spinning Strism
1 12v 50mA
2 End e Pin Signal Pin Signal Default
3 +5V max 1,3A | WE 2 RWE Default IN
4 Gnd 3 CSFDC 4 105 Default IN
5 -12V max 50mA - DRQ 6  Not used
7 A0 8 A0 Default IN
9 Al 10 Al Default IN
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Kontakt BUF, Buffertstyrning BYGLAR

Denna anslutning anviinds fOr att styra bufferierna pd den exiemna adress- och databussen (K7). Riktning
pA adressbussen kan styras med DIRINB (pin 6) niir processorn har aktiverat BA-BS=1. Bufferternas
“tristate-nivA" kan alltid styras med 3SIN (pin 1) efter det att bygeln 3SIN 4r kapad (se sid 31). Aven en
extern R/W-signal RWINB (pin 3) kan anslutas. Slutligen kan en externt genererad DMAVMA.-signal v
anslutas till pinne 5. |

MD09 kan byglas for olika avbrou, olika minneskonfigurationer, for 1 eller 2 MHz klockfrekvesn, olika
baudrates osv, De flesta byglama dr i grundversionen fast anslutna i ledningsdragningen pd kortets 16dsida
vilket utgdr MD09:s konfiguration "by default”. Tabellen och figuren nedan visar MD09:s byglar. De
beskrivs utfdrlig p de f6ljande sidorna.

BYeik BUF FRIO PROGFDC

Pind Pin2 St

@ N _|! \ !Zr L 2]
| Fa B \ f | Bavp

g: - g: e gﬂm

agd th—— ~=7

4 m ' ﬁﬁﬁ%m o

o}

8yr
Pinnplacering for kontakt BUF o : -ty N ey
nnplacening for kontakt =t - . e E&
/ | \ N\
‘PRI
FR2 PR

Pin | Funktion Aktiv R3 =
1 3SIN Hog "Tristate" Adress- och databuss
2 Gnd
3 | RWINB Lig | Skrivpuls MD09:ans byglar
4 Not used
5 DMAVMAB | Lig CS-signaler aktivriekral:d e!' pA MI;:‘.gm Bygel Typ Grundversion
6 DIRINB Lig Databussbuffert in mot PRO.PRI0O  Avbrott

BY1 Minneskonfigurering Default

BY2 Minneskonfigurering Default

4 BYCLK Klockfrekvens Default

BAUD Baudrate Default

PROGFDC  Diskettkonfigurering Default

PR1 Diskettkonfigurering Default

y BUF Extemnbuss Default
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PR2-PRT; Avbrottsbyglar,
Default: Inget avbrott.

Byglar f0r avbrott. Hir kan avbrottssignalen frin en periferikrets kopplas vidare till processorn pa 8nskad
avbrottsnivd. Interrupt (IRQ), Fast Interrupt (FIRQ) och Non Maskable Interrupt (NMI) kan kopplas enligt
figuren nedan. Observera att PR2 till PR9 4r lika konfigurerade. PR10 dr buffrade avbrottsingdngar till
processorn och kan diirfir anviindas i testsammanhang. Hir kan varje enskilld avbrottsniva jordas.
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Avbrotisbyglar.
Bygel Krels ndé}Df::!SSDrﬂ
PR2  TIMER
PR3 ACIA2 NM/
PR4  ACIAlL FIRQ
PRS  PIA2PorB : IRQ
PR6  PIA2Pon A
PR7  FDC
PR8  PIAIPortB cd A
PR9  PIAl Port A g0 b ;
PR10  Buffrade iy, T1l Perifare-
avbrottsingAngar T kretsens
avérottspinne
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BY1och BY2; Minneskonfigurering.

Default: 8k byte RAM.

BY1Pos2 = 8k byte (Default)
BY1Posl = 32kbyte
BY2IN = 8kbyte (Default)
BY20UT = 32kbyte

BY1 och BY2 anviinds ftir au konfigurera sockel IC2 for 8 eller 32k byte RAM. Kortet 4r default byglat
for 8k byte. Observera aut bdde BY1 och BY2 miste ndras samtidigt. For uppgradera MDO9 fran 8k till
32k byte RAM se sid 26.
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Bygel BY1 och BY2

MD09 Hardvarubeskrivning microlf



BAUD

Default: 4800 BAUD.

MDO09 kan byglas for ett antal olika baudrates for den seriella kommunikationen. Observera att bida
serieportarna alltid har samma baudrate. Kapa ledningsmonstret pd kortets 16dsida och installera bygel p4
tnskad plats for att indra baudrate. Se figur nedan. Observera att baudrate-hastigheterna férdubblas nir
MD(9 4r bestyckad med en 8 MHz kristall.

13

9600
4800
2400
1200

600
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Hapa s

Bygel BAUD

(]

PROGFDC, Flexskivekonfigurering.

Default: Programmerbar packningstithet via LATCH.

PROGFDC Posl IN DDENS = LATCH; Pos 2 must be out (Default)
PROGFDC Pos1 OUT  DDENS = Pos2

PROGFDC Pos2 IN DDENS = DOUBBLE DENSITY; Posl must be out
PROGFDC Pos2 OUT  DDENS = SINGLE DENSITY; Posl must be out (Default)
PROGFDC Pos3  IN TEST MODE

PROGFDC Pos3 OUT NORMAL MODE (Default)

Med hjilp av byzlama PROGFDC kan diskettkontrollem byglas for enkel, dubbel eller programmerbar
(Default) packningstithet. Nir programmerbar mod (Posl IN) via LATCH ($¢060 bitd) 6nskas miste Pos2
vara ute. Nir MD09 skall byglas for endast enkel eller dubbel packningstithet kapas ledningsmdnstret
skiirs edge pd ltdsidan bori och Pos2 byglas fr 6nskad funktion. Se figur nedan. Pos3 anviinds niir juster-
ingar av FDC:n skall utfras,

Kapas

1ces G

n

g s —
o= 2 —~
® =10 Pos3
= tees Leektronik
&
Bygel PROGFDC

MD(9 Hirdvarubeskrivning microlf



..
BYCLK
PR1, Diskettkonfigurering,
Default: 1 MHz klockfrekvens,
Default: Ej DMA-tverfoming.
BYCKL Posl = | MHz (Default)
Byglar (anslutning) for diskettkontrollern. Dessa byglar 4r for framtida bruk di en extern DMA-kontroller t BYCLK Pos2 = 2MHz
skall anviindas. D4 MD(9 ir uppgraderad for DMA-0verforing mellan diskettenhet och minnet, och DMA i
enheten kopplas bort mAste kortet byglas enligt default nedan. Se figur och tabellen nedan. Nir MDO09 skall bestyckas med en 8 MHz kristall mste denna bygel 4ndras. Detta for att diskettkontrol-
lem kriiver en klockfrekvens pd 1 MHz. Se sid 25 fér uppgradering fran 1 till 2 MHz.
i BYCLK
i
e e
5 ’“"'ﬁ o & E‘
o 2 - = o s
}- 1c2¢ ﬁ 2 2 o
o o
2 H
; g g =
o) &8
1ce1 (] 19 1c4 1 1c4
ernl £
e
PJ n 1’0 - ? POS 2’
Bygel BYCLK

Bygel PR1
Pin  Signal Pin Signal Default
1 WE 2 RWE Default IN
3 CSFDC 4 105 Default IN
5 DRQ 6  Not used
7 AD 8 A0 Default IN
9 Al 10 Al Default IN 1
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DISKETTKONTROLLER.

MD(9 4r bestyckad med logik och drivkretsar som utgdr ett fullstindigt griinssnitt for en diskettenhet.
Detta 4r uppbyggd kring WD2797 och TTL-drivkretsar och buffertar. Diskettenheter fir 3 eller 5 tums
disketter kan anvindas. Upp till fyra enheter han kopplas till WD2797. For utfdrlig information om
WD2797 hainvisas till tillverkarens datablad.

Ett register (LATCH Adr. $e060) finns tillgingligt som mdjliggdr for anviindaren att program-missigt vilja
mellan fyra enheter. Bitarna styr foljande funktioner. Bit 0 och 1 i registret viiljer enhet enligt:

Bitl Bit0  Funktion
0 0 Drive sel 1
0 1 Drive sel 2
1 0 Drive sel 3
1 1 Drive sel 4

Uttver detta anviinds bit 2 for att styra "MOTOR ON" pd diskettenheterna och bit fyra i registret fir ant
vilja mellan enkel och dubbel packningstithet p disketterna.

Bit2 Funktion

0 Auto (Se nedan)
1 Motor On

Auto: Diskettenhetens motor startar vid "Chip select” av LATCH. Motom stéings automatiskt av efter ca 2
sekunder.

Bit4 Funktion
0 Dubbel packningstithet
1 Enkel packningstithet

TvA polentiometrar, en variabel kondensator och tre mitpunkter anviinds for aut justera WD2797. Pro-
ceduren for detta finns beskriven i appendix B. Komponentemna 4r korrekt justerade vid leverans, och kan
efter lAngvarigt bruk behtivas omjusteras.

Observera ait BYCLK miste 4ndras d4 en 8 MHz kristall anviinds. Detta dr for au WD2797 skall ha en
klockfrekvens pA | MHz p4 sin klockingdng (CLK pin 24).

Arean PR1 p4 kortet 4r fr framtida anslutning av en extern DMA- kontroller som kan styra datadverforing
mellan disketienheten och minnet.

MD09 Hirdvarubeskrivning microlf

EXTERNBUSS

MD{9 #r utrustad med en extern kontroll-, data- och adressbuss som nds via kontakt K7. Till denna kan
ytterligare hirdvara koppplas. Bussen 4r ansluten via TTL-drivkretsar, Default 4r drivkretsarna for
adressbussen (IC16 och 1C17) kopplad ut frin MD09 och rikiningen p4 drivkretsarna for databussen (IC14)
slyrs av processoms R/W-signal. Processoms styrsignaler riktade in mot processorn har en “open
collector"-drivare (IC18). Styrsignaler riktade frin processom har vanliga TTL-nivéer (IC15).

| |
i “ | | I K7
. as | | owam - i
Ry v :
: s : AI5-AD n 3 s
s [ kS 1A r N
l ) i L—lt '
Y — s M—f&— {% bt
1 g(x |k DaATA I
! [ |
d -
i | Styrsig. UT !
; | yig > —
Anglutningy ' Styr (”nft | | 1S |
BUFE I, Lar buffertar 1
: | Styrsig iV & |
— |

Drivkretsar ftir externbussen

1 grundversionen, kan extern hirdvara anslutas till det lediga adressutrymmet $e000 till $¢01f. En extern
"CHIP SELECT" signal (100, utsignal, K7 pin 27) finns tillginglig som 4r aktiv i detta adressutrymmet.
Adressavkodning inom denna area miste di genereras separat. Processomn styr riktningen pd drivkretsen
for databussen.

For de fall di adressutrymmet $e000 - $e01f 4r otillrickligt for 1/0-adressering kan ytterligare adressu-
trymme skapas. Detta gors pd ftljande siit "CHIP SELECT" genereras extemt fir det Onskade adressu-
trymmet som miste ligga i adressomradet $0000 till $7fff. Denna signal kopplas till insignalen "EXTER-
NAL /0" (EIO, K7 pin 37). Detta utrymme kommer att dubbelmappas med eventuellt RAM som pla-
cerats i sockel [C3. Processorn styr riktningen pd drivkretsen fr databussen.

En externt R/W signal kan genereras for att styra riktningen p4 databussbufferterna. Denna skall di kop-
plas till RWIN (BUF pin 3). Riktningen p4 adressbussens drivkretsar kan ocksd styras externt. Detta gors
med signalen DIRIN (kontakt BUF pin 6 som finns tillginglig i K7:s nirhet). Slutligen kan adress- och
databussbufferierna Liggas i "tri-state” med signalen 3SIN (BUF, pin 1).
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UPPGRADERINGAR
Uppgradering till 2 MHz klockfrekvens

For att uppgradera frin 1MHz till 2MHz skall fdljande komponenter bytas. Alla kretsar ur 68-serien ersiits
med kretsar ur 68B-serien, kristallen skall bytas frin 4 till 8 MHz och nya kondensatorer C1, C2, C3 och
C4 skall anvindas. Kondensatorema skall di ha ent virde av 18 pF. Observera att baudraten efter
uppgradering dubbleras,

Uttver detta skall bygel BYCLK i4ndras for au diskettkontrollern skall fA rint klockfrekvens. Kapa
ledningsmdnstret pa kortets 16dsida och installera bygel enligt figur och tabell nedan.

BYCKL Posl = 1 MHz (Default)
BYCLK Pos2 = 2MHz

- - - tpm//d?yax
mqh( R G @ainwalgf

o]

I i

LElE
E‘""‘\—Pasz :
Ya o S
Bygel BYCLK
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Anviindning av 5V matningsspiinning

MD(9 kriiver i grundversionen +5V och +/-12V men kan dven drivas med endast +5V matningsspénning.
PA MD(9 #r det bara drivkretsen (IC28, 1488) fur den seriella kommunikationen som kriiver +/-12V.
Denna krets 1C28 kan ersittas med IC30, dir IC30 4r MAXIM:s krets MAX234, Denna krets kriiver
endast +5V ftr att driva fyra st RS232 snitt. Uttiver detta krivs fyra kondensatorer, C8, C9, C10 och Cl11
dir C9 och C10 har viirdet 4,7uF 16V och C8 och C11 har virdet 10uF 16V.

o

o Ic28

MD0O9 med 5V spinningsmatning.

MD(9 Hirdvarubeskrivning microlf
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Utbyggnad av minnet

MD09:an 4r i grundversionen utrustad med 8k RAM och 8k EPROM. [/O-arean ir "memory mapped” i
EPROM:s nedre del. Detta ger fljande minneskarta.

Adress
$0000-Sbfff  Empty
$c000-$dfff RAM
$e000-$¢0ff  [/O-arca
$el00-$ffff PROM

MD(9 kan bestyckas med olika mycket minne, upp till 64k byte. Tre minnessocklar finns tillgingliga IC2,
IC3 och IC4, Foljande konfigurationsmijligheter finns,

Sockel Typ Adress BYl BY2

IC2 8k RAM $c000-Sdfff Pos2 IN Se NOT1
IC2 32k RAM  $8000-8dfff Posl OUT SeNOTI
IC3 32k RAM  $0000-S7fff NA NA Se NOT2
IC4 8k PROM  $el00-Sffif NA NA Se NOT3

NOTI1

I grundversionen 4r MDO9 konfigurerad ftr 8k byte RAM i adressomradet $c000-Sbfff. 32k bytes kan pla-
ceras i sockel 1C2. Observera ait RAM:ets Oversta 8k byte ir dubbelmappat med 1/O och PROM och kan
diirftr inte anviindas. 32k-kapslen nds dirfor i minnesarean $8000-Sdfff. BY 1 och BY2 4r fast anslutna pd
kortets l6dsida och miste dndras. Se figur pd niista sida,

NOT2

Sockel IC3 kan bestyckas med 32k RAM som nds i adressomridet S0000-$7f(f. Denna minnesarean kan
dubbelmappas med en av anvindaren vald [/O-arca som nis via den externa bussen. Signalen EIO (pin 37
K7) som genereras av anviindaren gor deselect pA IC3 i det valda omride.

NOT3

I sockel IC4 skall PROM:et placeras. 8k byie nds i adressomrddet Se100 till ST, De forsia 256 byles dr
dubbelmappade med I/O-arcan. Det dr mdjligt au placera 16k byte i sockel IC4. Anvindaren kan nd dvre

eller nedre halvan i 16k byles-arean genom ait dndra SW1 i lige MON eller OS9. Bdda halvorna ligger i
adressomridet $¢100 ull SIIIf och man kan endast anviinda en halva & gingen.

MD(9 Hirdvarubeskrivning microlf

BY1; Minneskonfigurering.

BY1 Pos2 = 8k byte (Default)
BY1 Posl = 32k byte

BY1 anvinds f6r au konfigurera sockel IC2 {or 8 eller 32k byte RAM. Kortet 4r default byglat fr 8k byte.
For aut konfigurera for 32k byte kapas ledningsmdnstret pd kortets 16dsida och ny bygel installeras enligt
figur nedan. Observera att BY2 ocksi misie indras.

BY2; Minneskonfigurering.

BY2 IN = Bk byte (Default)
BY2 OUT = 32k byte

BY2 anviinds for att konfigurera sockel 1C2 for 8 eller 32k byte RAM. Kortet &r default byglat for 8k byte.

For att konfigurera f6r 32k byte kapas ledningsmdnstret pA kortets l6dsida enligt figur nedan. Observera att
BY1 ocksi mdste indras.

?

By
} /
1 il [
o I <1 = 24
| / %"
ice (=]
s 7 Pc:_sz

e 2 2

Bygel BY1 och BY2
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Uppgradering till DMA-dverforing mellan diskettenheten och minnet.

For au anviinda en extern DMA-kontroller miste kontakt PR1 uppgraderas och anslutas till den externa
DMA-kontrollem. Vidare méste dven BUF anslutas och bygel 3SIN 4ndras.

PR1

Default Ej DMA

Denna kontakt 4r for framtida bruk dA en extern DMA-kontroller skall anslutas. For att konfigurera MDO9
for DMA-tveftiring mellan minnet och diskettenheten kapas ledningsdragningen pd kortets 16dsida mellan

pin 1-2, pin 34, pin7-8 och pin 9-10. Se figur och tabell nedan. Anslut sedan kablage mellan PR1 och den
externa DMA-kontrollern.

T
=3 . (1
& By e

21y

[® a0

Pinl4

Leektr
Kapas

Bygel PR1
Pin  Signal Pin Signal Default
1 WE 2 RWE Default IN
3 CSFDC 4 105 Default IN
5 DRQ 6  Not used
7 Al 8  AD Default IN
9 Al 10 Al Default IN

MD(9 Hirdvarubeskrivning microlf

o

3SIN

Default IN (E;j "tristate™).

Busbufferterna IC14, 16 och 17 #r utrustade med sk "tristate-utgdngar”. Dessa kan styras med en extern
signal 3SIN (kontakt BUF, pin 1). For att styra bufferterna maste 3SIN kapas pd kortets lodsida. Se figur
nedan.

BUF

Anslutning for signalerna 3SIN (pin 1) och DIRIN

Prnd Pinb

Va

BUF _|

] 1y 1c1e

[T

MD09 Hirdvarubeskrivning microlf



MD09 I CHASSI

MD09 kan enkelt byggas in i chassi. Extra anslutningar for RESET finns vid RESET-knappens underkant.
Hiir kopplas limpligen den externa RESET-knappen in. Om 16 kPROM i sockel IC4 har installerats mste
dven SW1 avligsnas frin kortet och kopplas fram till chassits panel. SW1 har funktionen "till-till",

S
121 c
L1k}
13

ic1

(|
L
BRBE]
:
13 (B

ice | (=] 1c4

&
e o O~
cwt

7% 9

niorol B
MON

L ]
—— 0 0 & &
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TEKNISK SPECIFIKATION MD09

SYSTEM

PARALLELLPORTAR

Portl
(K1)

Port2
(K2)

SERIEPORTAR

Portl
(K4)

Port2
(K5)

DISKETTPORT

EXPANSIONSPORT

Enkortsdator MDO9
Processor
Periferikretsar
Minne

Klockfrekvens
K1,K2

Ant. infutgAngar
Ant. styrsignaler
Snin

Kontakt
Kontroller

Ant. infutgAngar
Ant. styrsignaler
Sniu

.33.

MC6809

Frin MC6800-familjen
8k RAM; Statisk

8k EPROM

1IMHz

16

4

Direkt anslutning till PIA (MC6821)
26-polig flatkabel

MC6821

16
4
Direkt anslutning tll PIA (MC6821)

Kontakt 26-polig flatkabel

Kontroller MC6821

K4, K5

Sniu RS232C

Kontakt 9-polig D-sub hona.

Styrsignaler Inga

Kontroller MC6850

Sniut RS232C

Kontakt 9-polig D-sub hane.

Styrsignaler RTS, DCD, CTS

Kontroller MC6850

K6

Drive Jeller 5 tums minifloppy

Sniu Standard diskettenhet

Kontakt M-polig Aatkabel

Kontroller wD2797

K7

Snin TTL; definerad sid 13

Kontakt 40-polig flatkabel

SUPPLY

+5V 1,3A

+12V 02A

-12v 0,1A

Kontakt Molex 5-polig
Teknisk specifikation microlf
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APPENDIX B
Justering av WD2797.

Foljande procedur skall utftras for au justera "Write Precompensation” och "Data Separation” for
grundversion av MDO9.

« Se till att programmerbar packningstithet 4r vald (Default)
o Se till aut bygel TEST 4r ute

« Gor RESET pa MDO9

» Bygla TEST

» Justera WPW for 200 ns pulslingd pd mitpinne TPW

o Justera RPW for S00 ns pulslingd pd miitpinne TPR

» Justera VCO ftr 4 ps periodiid pAmitpinne TPF

* Avligsna bygel TEST

» Justeringen avslutas med att gora RESET pd MDO9

Par
g 2
Im[ﬁ twﬂ: 1c28 [
8

Byset 1c24 5 1c23 ] E 1cez (]

—E}W‘EE

TEST

3

[ HA7
PINNAR

219

1ce1 [} ﬂTm mg_ﬁ
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APPENDIX B
Justering av WD2797.

Wrie Precompensation

When operating in Double Density mode (ODEN = 0, the
279X has the capabiiity of providing a userdefined
precompensation value for Write Dsta An extemal
potentiometer (10K) tied to the WPW signal (Pin X3) allows a
sefting of 100 to 300 ns from nominal

Satting the Write p value s D by for-
cing the TEST line (Pin 22) to a Logic 0. A stream of puises
can then be seen on the Write Data (Pin 31) line. Adjust the
WPW P for the desired puise width. This
adjustment may be performed incircuit since Write Gate
(Pin 20 s inactive while TEST = 0.

Data Separation

" The 278X can operate with either an extemnal data separator

or Its own internal recovery circuits. The condition of the
TEST line (Pin 22 in conjunction with MR (Pin 19) will sslect
Iintemal or extemal mode.

To program the 279X for axternal VCO, a MR puise must be
applied while TEST = (. A clock equivalent 1o eight times
the data rate (e.g., 4.0 MHZ for 8* Double Density) is applled
to the VCO input (Pin 28 The feedback reference voitage is
avallable on the Pump output (Pin 23 for external in-
tegration to controi the VCO. TEST is retumed to a 1
for normal operation. Note:_To maintain this mode,
must be heid kow whenever MR is appiied.

For intemal VCO operation, the TEST line must be high
during the MR pulse, then set to a Logic 0 for the ad
justment procedure.

A 50K Potentiometer tied to the RPW input (Pin 18 is used
to set the intemal Read Data pulse for proper phasing. With
a scope on Pin 29 (TG4, adjust the RPW puise for 18 of
the data rate (250 ns for 8° Double Denaityl. An extemnal
variable capacitor of 580 pf is thed 10 the VCO input (Pin 286
for adjusting center fre With a freq y counter
on Pin 18 (DIRC) adjust the trimmer cap to yieid the ap-
propriate Data Rate (300 KMz for 8* Double Densityl. The
DOEN line must be low while the 58 line is held high or the
adjustment times above will be doubled.

SUMMARY OF ADJUSTMENT PROCEDURE

After adjustments have besn made, the TEST pin is
returned to a Logic 1 and the device is ready for operation.
Adjustments may be made in-circult since the DIRC and
TG43 lines may toggle without affecting the drive.

The PUMP output (Pin 23) consists of positive and negative
pulses, which their duration is equivalent to the phase

is intemaily connected to the VCO input, but a Filter is
nesded to connect thess puises to a siow moving DC
vOItAQe

The phase- I8 unsy rical for a
distribution of data pulses by a factor of twa, in favor of &
PUMP UP condition. Therefore, it is desirable 10 have a
PUMP DOWN twice as responsive to pravent run-iwsy
during a lock attempt.

A first order lag-lead filter can be used at the PUMP output
(Pin 23 This filter is the instan p of
the VCO to bit-shifted data (jitten as well as the response 10

away. The filter affects these two reactions in mutually
opposite directions.

The following Filter Circuit is recommended for 8°
FMIMFME

PUMP

(PIN 2 At

L] INS4

Since 5% ° Drives operste &t axactly one-hail the data rate
(2%0 Kbisec) the above capacitor should be doubled to 2 or
2t

WRITE PRECOMPENSATION

Set TEST (Pin 22 to a logic high.
Strobe MR (Pin 19,

Set TEST (Pin 22) to a logic low.
Obeerve puise width on WD (Pin 31).

DOL LN

Set TEST (Pin 22 10.8 logic high.

SEPARATOR
Set TEST (Pin 22 1o 8 logic high

Set TEST (Pin 22 to a logic low.
Obaerve Pulse Width on TG43 (Pin 29).

Observe Frequency on DIRC (Pin 16,

BIADD s

Set TEST (Pin 22 to a logic high.

Adjust WPW (Pin 33) for desired pulse width (Precomp Valuel.

Strobe MR (Pin 19). Insure that 58, and DOEN are set propeny.

Adjust RPW (Pin 18) for 18 of the read clock (250ns for 8° DO, 500ns for $' * DO, etc.)
Adjust vartable capacitor on VCO pin for Data Rate (S00 KHz for 8” DO, 250 KMz for 5% * DO, etc.).

NOTE: To maintain interal VGO operation, insure that TEST = 1 whenever a master resst puise Is applied.




Avstéringskondensator

4 olika storlekar; 2, 3, 5 och 7x2
2 olika storlekar; 2 och 3x1

APPENDIX C
Komponentlista microf MD09
Ref | ant | Nr Typ
1 1| IC1 MC6809 CPU
2 o4 181 11 MC68B09 CPU
3 1] I1C2 2264 RAM 8k byte Statisk
4 1| I1C2311 62256 RAM 32k byte Statisk
5 1| IC4 2764 ROM 8k byte < 300 ns
6 1| IC4 11 27128 ROM 16k byte < 300 ns
7 1| IC5 MC6840 TIMER
3 1| IC5+1 MC68B40 TIMER
9 1| IC6,7 MC6850 ACIA
10 1 | IC6,7 $1 MC68B50 ACIA
1 2| IC89 MC6821 PIA
12 2| 1C89 1 MC68B21 PIA
1 1| 1C20 WD2797 Floppy Controller
15 2 | IC10,11 GAL16V8<35ns
16 1| IC12 74L.8393 Counter
1 1] IC13 74LS32 OR
1" 4 | IC14,15,16,17 | 7415245 Ocual tranciever
19 1| IC18 7415641 Octal tranciever
» 2 | IC19,26 T4L508 AND
2 1| 1C21 74L.502 NOR
-] 1] I1C22 7415123 Monostab multivib
n 1] 1IC23 7415273 Laich
u 1] I1C24 T4L5139 2 10 4 decode
b= 1| IC25 7407 Driver
% 1] 1C27 2003 Driver
7 1| IC28 1488 RS232 driver
] 1] 1C29 1489 RS232 receiver
» 1| IC28 12 MAX234 RS232 driver
1 For 2MHz variant 16
t2  For 5V spinningsmatning 17 Max ant stift angivet
13 PR1-10,K3, BUF, BYCLK, PROGFDC, INTR 18
t4  BYL,TPn 19
t5  3stfor 5V spinningsmatning

APPENDIX C

Komponentlista microlf MD09

Ref | anl | Nr Typ

40 1| DS IN914 Diod

4 1 | PROT 1,5KE6VS Transientskydd

a2 1 | WPW Pot 10k

4 1 | RPW Pot 4702

“ 6 | RN123,489 | ResSIL9 pin 10kQ

4 1 | RN7 Res SIL 9 pin 150Q

44 2 | R26 Res 10k YW

a 2 | R57 Res 1kQ AW

48 1| RX Res 120k WW

® 1| Cs5v Cap E-lyt 330/470uF 5V

50 2 | C+12,12 Cap Tantal 22uF 16V

s 2| CBI1¢%2 Cap Tantal 10pF 10V

52 2| 09,1012 Cap Tantal 4,7uF 6,3V

L 2 | CX,CRES Cap Tantal 47uF 5V

4 Ll CS Cap 0.22uF 5V

s | 1| ¢C7 Cap Tantal 0.22F 5V

6 | 28 | CAt6 Cap 47nF

57 2| Cl4 Cap Keramisk 22pF

58 2| Clatl Cap Keramisk 15pF

£ 21031 Cap Keramisk 3,3pF

w| 1| vco Cap Trim 10-60 pF

6l 1] X1 Kristall eMHz HC18U

62 1| X111 Kristall 8MHz HC18U

6 1| Fl Picofuse 1.5A
1 For 2MHz variant t6  Avstbmingskondensator
12 For 5V splinningsmaming 17 Max ant stift angivet
3 PR1-10,K3, BUF, BYCLK, PROGFDC, INTR 18 4 olika storlekar; 2, 3, 5 och 7x2
t4  BYL1,TPn 19 2 olika storlekar; 2 och 3x1
15 3 st for 5V spinningsmatning



APPENDIX C APPENDIX D

MDO09 levereras med en RS232-kabel som kan anslutas till en standard "PC-kabel” (eller terminal). Se

Komponentlista microlf MDO09 nedan.
Ref ant | Nr Typ
. MD09-kabel
0 2 | K1,2 Flatkabeldon rak, kreiskorts 26 pol 9-polig 25-polig
n K6 Flatkabeldon rak, kretskorts 34 pol D-SUB hane D-SUB hona
n| 1|k Flatkabeldon rak, kretskorts 40 pol B g
n Flatkabeldon kabel 34 pol - 5 . . 7
] 1| K4 Don, D-SUB, vinklad, hona, kretsk. 9pol [:: 6
- 1| xs Don, D-SUB, vinklad, hane, kretsk. 9pol g
nl Kabeldon, D-SUB, 184, hane 9 pol L
™ 1 Kipa ftr ovan
) 1 Kabeldon, D-SUB, 15d, hona 25 pol
80 1 Kipa ftr ovan
PC-kabel
8 9 IC-Sockel, 1dning 14 pin 25-polig 9-polig
w 2] ts IC-Sockel, I5dning 16 pin D'S‘ﬂ; hane D;SU? hona
B 8 1C-Sockel, 15dning 20 pin 3 5 . 2
“ 2 IC-Sockel, 15dning 24 pin 7 . e 5
1 4 IC-Sockel, 16dning 28 pin 6 o * 6
% 4 IC-Sockel, I6dning 40 pin g 48 : ;
20 o + 4
0 1 | SUPPLY | Stiftlist, 1-radig 3,96mm delning 1x5 22 — 9
u 1 Kontakthus 3.96 mm delning 5 pol oS x 1
] 5 Kontaktelement fr ovan
% | 52*2 | t3t7t8 | Stifdlist, 2-radig, 2.54mm delning
9 8*1 | 141719 Stiftlist, 1-radig, 2.54mm delning
9 Konslutningsbygel, 2,54mm delning
%) 1| Swi SwitchON/ON
™ 1| sw2 Swilch OFF/ON RESET
9 7 Fot, "snap in" @4mm, h 9,6mm
11 For 2MHz variant t6 Avstbmingskondensator
t2  Fér 5V spinningsmatning 17 Max ant stift angivet
3 PRI1-10.K3, BUF, BYCLK, PROGFDC, INTR 8 4olikastorlekar; 2, 3, 5 och 7x2
t4 BY1,TPn 19 2olika storlekar; 2 och 3x1 }

t5 3 stfor 5V spinningsmatning



